Podstawowe zasady przy projektowaniu plytek drukowanych
ang. - Printed Circuit Board (PCB)

Uktad potaczen sciezek masy powinien tworzyé gwiazde. Szeregowo potgczona masa
przy duzych pragdach zachowuje sie jak rezystancja, powodujac na niej zmienny spadek
napiecia, ktéry przy pewnym poziomie staje sie przyczynag niestabilnej pracy uktadéw
cyfrowych. Masa nie powinna tworzy¢ zamknietej petli.

Dtugie przewody zasilajace, masa i dodatni biegun doprowadzajace zasilanie do ptlytki
drukowanej powinny byé wzajemnie ze sobg skrecone. Jeszcze lepszym rozwigzaniem
jest poprowadzenie 2 par skretek, w ktorej jedna zwarta para jest plusem a druga zwarta
para minusem napiecia zasilajgcego. Skrecone wzajemnie przewody kompensujg zmiany
napiecia wspolnego, ktére jest indukowane przez fale elektromagnetyczne przenikajgce
przewody zasilajgce. Przewody tworzg filtr dolnoprzepustowy i przeciwdziatajg szybkim
zmianom napiecia. W podobny sposob dziata dtawik bifilarmy, posiadajgcy podwdjne
poprzeplatane miedzy sobg uzwojenia, eliminujgcy zakiécenia wspdlne.

Moduly o najwiekszym poborze pradu nalezy umieszczaé jak najblizej zrodta zasilania,
dalej o mniejszym i statym poborze pradu.

Sciezki zasilania i masy modutéw o znacznym poborze pradu powinny byé jak
najszersze, osobno prowadzone do kazdego z modutéw, jak najblizej siebie.

Magistrale danych i obwody taktujace zwigzane z sygnatami o wysokiej czestotliwosci
powinny by¢ "otoczone" wypetniajacymi potaciami mas, ktére redukuja wytwarzane
przez sygnaly w. cz. pole elektromagnetyczne.

Powierzchnie wypetniajace powinny by¢ lagczone w jednym punkcie z sygnatem masy,
mozliwie jak najblizej masy zrédta zasilania.

Powierzchnie wypetniajace nie powinny pozostawaé¢ niepodigczone do masy uktadu.
Stajg sie wtedy zrodtem napieé¢ wywotanych pradami bigdzacymi.

Pola lutownicze wyprowadzen kondensatoréw o duzych pojemnosciach powinny byé¢
umieszczone w taki sposéb, aby prad tadowania kondensatora nie przeplywat ta sama
droga, co prad roztadowania. Dotyczy to szczegdlnie kondensatoréw elektrolitycznych
duzych pojemnoéciach.

Sciezki sygnatowe powinny byé jak najkrotsze i jak najszersze. Schemat zastepczy
Sciezek mozna przedstawi¢ w postaci szeregu indukcyjnosci i pojemnosci tworzacych
obwody rezonansowe. Harmoniczne zawarte sg w widmach przetgczanych sygnatéw zalezg
od dilugosci poprowadzonej sciezki. Im krétsza $Sciezka tym wyzsza czestotliwosé
rezonansowa, a jej pokrewne prazki sg rozmieszczone dalej w widmie sygnatu, na
czestotliwosciach bedacych wielokrotnoscia pierwotnej czestotliwosci rezonansowej.
Szeroko$¢ sciezek natomiast ma znaczacy wptyw na poziom emisji zaktdcen EMI malejgcy
wraz ze wzrostem szerokosci Sciezki.

Sciezki prowadzone pod elementami indukcyjnymi powinny przebiegaé réwnolegle do
linii sit pola magnetycznego lub omijaé¢ tego typu elementy. Nie nalezy takze tworzy¢
pod elementami indukcyjnymi pol lutowniczych, poniewaz indukuja one w punkcie
masy nhapiecia.

Kazde pie¢ uktadéw analogowych powinno by¢ odsprzegane dwoma réwnolegle
potaczonymi kondensatorami 220 pF i 10 nF.



Do eliminowania wplywu zewnetrznych pél elektromagnetycznych, zakiécen EMI na
obwody elektroniczne pracujace z duzym wzmochnieniem lub wptywu ukiladu na
otoczenie, mozna uzy¢ aluminiowego ekranu. Ekran powinien by¢ uziemiony w jednym
punkcie, najlepiej punkcie zbiegania sie wszystkich mas.

Uktad o wzmocnieniu powyzej 30 dB mozna wyposazy¢ w osobna lini¢ zasilajgca.

W punkcie dotaczenia zasilania na ptytce powinno sie umiesci¢ kondensator tantalowy
o pojemnosci 1 pF.

Kazdy uklad cyfrowy powinien byé odsprzegany kondensatorem ceramicznym o
pojemnosci 100 nF umieszczonym jak najblizej wyprowadzen zasilania ukiadu
scalonego.

Dodatkowa wiedze i wieksze kompetencje zwigzane 2z projektowaniem uktadow
elektronicznych i ptytek drukowanych mozna uzyska¢ po zapoznaniu sie z materiatami ze
stron internetowych, np.:

http://neo.dmcs.p.lodz.pl/pium/instrukcje arch/pium 7a 1-8-1.pdf
http://home.agh.edu.pl/~maziarz/\Wyklad 4-Projektowanie-PCB-uwzgl-montaz.pdf
http://mightyohm.com/files/soldercomic/translations/FullSolderComic PL.pdf




